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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIAUX DE FIXATION POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -

Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie

électronique et brasures solides fluxées et non fluxées
pour les applications de brasage électronique

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de 4a
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions de norm
I'élegtricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl,
Leur|élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel§ tou

mposée
objet de

gines de

tionales.
é par le

suje{ traité peut participer. Les organisations internationales, gouvern ales, en
liaispn avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEl/colla SHRQi avec |'Organisation
Interhationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées a antre, fes organisatiofs.

2) Les pécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les gdestions NG présentent, dans Ig mesure

du pjossible un accord international sur les sujets étudiés,
sont|représentés dans chaque comité d'études.

3) Les |documents produits se présentent sou

éressés

e tlons internationales. lls sonf| publiés
comfne normes, spécifications techniques {rappoxts €echniqlies ot\guideg ef™agréés comme tels par les

Comités
natignaux.

4) Dan ! 'unification i i Qmites_nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facop transparente, dans toute la mesure possible internationales de la CEIl dans leurs| normes
natignales et régionales. Toute dlvergenc 8 weNde fa CEl et la norme nationale ou rggionale
corrgspondante doit étre indjgqu¥

5) La JEI n'a fixé aucune procedure oQncernante c¢dmme indication d'approbation et sa respopsabilité
n'es{ pas engagée quand™ é a l'une de ses normes.

6) L'attention est attipé fait ains\des ¥léments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'obj¢t de droit e ¢ droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
resppnsable de ne ie deNels d 0|t de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencd

La Nofme internati 3 a eté établie par le comité d'études 91 de

Techniques d'assemblay

Le texte de cette n S des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
91/279/FDIS 91/289/RVD

a CEl:

Le rapportde vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le votqa ayant

abouti a Tapprobation de cetie norme.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
L'annexe A est donnée uniquement a titre d'information.

L'annexe B fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette

date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed
and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

1) The

FOREWORD

EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sandardltlon col

all rjational electrotechnical committees (IEC National Committees). The objec
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the elegtih

this

entrysted to technical committees; any IEC National Committee interested \n t

parti
with
for
orga
2) The

inter|
from

3) The
of s
Com

4) In o
Stan|
dive

indidated in the latter.

5) The
equi

6) Atte
of p4g

Interng
Electrd

The te

Full int
voting

Cipate in this preparatory work. International, governmental and non-goyer
the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates clo
Standardization (ISO) in accordance with conditions detern
hizations.

formal decisions or agreements of the IEC on technica
hational consensus of opinion on the relevant subjects g
all interested National Committees.

tion is drawn to th

t of thi ' he following documents:

\ N FDIS Report on voting

> 91/279/FDIS 91/289/RVD

ormation on™tie voting for the approval of this standard can be found in the re
ndicated in the above table.

mprising
promote
elds. To
ration is
ith may
liaising
nization
the two

dible, an
dentation

the form
National

national

dards transparently to the maximum extent pS|e in thelr natlonal and regional standards. Any

b clearly

for any

ments of this International Standard may be thg subject

tent rights T:IE ¢ for identifying any or all such patent rights.
tional Stan C s been prepared by IEC technical committee 91:
nics assem

port on

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex

Annex

A is for information only.

B forms an integral part of this standard.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

At this

* rec

date, the publication will be
onfirmed;

e withdrawn;

. rep

laced by a revised edition, or

* amended.
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MATERIAUX DE FIXATION POUR LES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES -
Partie 1-3: Exigences relatives aux alliages a braser de catégorie

électronique et brasures solides fluxées et non fluxées
pour les applications de brasage électronique

1 Domaine d'application

La présente partie de Ia CEl 61190 prescrit les exigences et méthodes d'essai pour les'4lliages
ées et
non fluxées, autres que la créeme a braser, pour les appllcatlons de brg gue ainsi
que pqur les brasures de catégorie électronique spéciales. Pour les\sp&cifi jepgriques
relativgs aux alliages et aux flux a braser, voir I'SO 9453, 454-2.

Cette jorme est un document de contrdle de la qualité et n'a pas o\\ objet\de/s'intgresser

Les brasures de catégorie électronique spéciales gomprenhen les brasures |qui ne
satisfont pas entierement aux exigences relatives| a i a~hy et aux
matérigux a braser énumérés a cet egard 3 i , les préformes, les
bagueftes a extrémités en crochet et a 3 pe e aser’a alliage multiple sont des

exemples de brasures spéciales.

2 Reéférences normatives

Les dpcuments de réfé gui Spensables pour l'application du présent
docum : ' i afé es non
datées| Ia dernié bntuels
amendements).

CEl 60194:1999,
définitipns (dispoRi

mes et

CEl 61190- -1 fQtéria ixati 2 1 e 1-1:
Exigence ] 1 ains les
assem

e 1-2:
Exigerices(relatived~dux cremes de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans
les asqemblages de composants électroniques?)

ISO 9002, Systemes qualité — Modéle pour I'Assurance de la Qualité en Production, Installation
et Révision

ISO 9453:1990, Alliages de brasage tendre — Composition chimique et formes

1ISO-9454-1, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1:
Classification, marquage et emballage

1ISO-9454-2, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2: Prescrip-
tions de performance

1) A publier.
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ATTACHMENT MATERIALS FOR ELECTRONIC ASSEMBLY -

Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed
and non-fluxed solid solders for electronic soldering applications

require
specia
solder

2 Nc

The fol
For da
of the

IEC 60

IEC 61
solder

IEC 61
solder

ISO 9
Servic

ISO 94
1SO-94

solders are anodes, ingots, preforms, bars
powders, etc.

dbrmative references

190-1-1,
ng fluxes

54-1,/Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1: Classif

th the
ples of
e-alloy

ument.
edition

jons

nts for

nts for

ion and

cation,

labellin

g\and packaging

ISO-9454-2, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2: Performance
requirements

1) To be published.


https://iecnorm.com/api/?name=e11e9105a5708d3ddc1192ee0df5f4ae

-10 - 61190-1-3 O CEI:2002

3 Classification

Les matériaux de brasage couverts par la présente norme doivent étre classés selon la
composition de l'alliage, la forme de la brasure, le type de flux, le pourcentage de flux et
d'autres caractéristiques propres a la forme du matériau de brasage.

3.1 Composition de I'alliage

Les alliages a braser couverts par la présente norme sont les alliages énumérés au tableau
B.1 de Iannexe B et comprennent I'étain et I|nd|um purs. Chaque alllage est |dent|f|e par un

nom d'a éléments
compo et se
terminant par une lettre de la variante de I'alliage attribuée de fagon ar i D, E).
Les alliages sont également identifiés par un symbole d'alliage reprg i asignation
alphanumérique a cinq caractéres composée du symbole chimiquée d 3|ém ingjpal de
I'alliage (voir A4) du pourcentage nominal de cet eélément dan e ife de la
variante 1% ) 2sente la
compogition, g ak B.2 de
I'anneqe B établit les correspondances entre les températé noms
des alliages. Le tableau B.3 de lI'annexe B établit les eo oles et
les no > tre les
numer
3.2
Les for ari 3 asentéserie de normes sont présentées
dans g 2

N

ISM d'ide(tq.#k\ati&\ — Forme de brasure

> 2 \ \\2 Flux (uniqguement)

\\/\ P \ > Pate (créme)
A N
\B § Baguette
\\ EP/ Poudre
N N\ R Ruban
\ O\ w Fil
N s Speciale
p

3.3 Typedeflux

Les types de flux utilisés dans/sur les brasures couvertes par la présente série de normes
sont présentés dans le tableau 2. Les exigences relatives aux flux sont couvertes par la
CEI 61190-1-1.
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3 Classification

Soldering materials covered by this standard shall be classified by alloy composition, solder
form, flux type, flux percentage, and by other characteristics peculiar to the solder material
form.

3.1 Alloy composition

The solder alloys covered by this standard are the alloys listed in annex B, table B.1, and
include pure tin and pure indium. Each alloy is identified by an alloy name, which is composed
of a series of alphanumenc characters that identify the component elements in the alloy by
chemiga signed
alloy varlatlon Ietter (A B C, D, E). Alloys are also |dent|f|ed by an aIon s ort na ch is a
five-chgracter alphanumeric designation composed of the chemical sy lement
in the plloy (see A.4), the nominal percentage of that element in the pitrarily
assigngd alloy variation letter. Annex B, table B.1, identifies alloy &0 short
name, [and alloy temperature characteristics. Annex B, table B.2,¢ € ofidus and
liquidup temperatures to alloy names. Annex B, table B.3, cross names
to alloy names. Annex B, table B.4, cross-references ISO a6y 3 i ions from
ISO 9453 to alloy names.

3.2 Solder form

The fofms of solder materials covered B-|etter

designpting symbols in table 1.

)d&(ifyiw&l \ \\S/older form
N \ NF \ FluMnly)
\ ‘Péte (cream)

NP
DR -
A >

Powder
A

N
R > Ribbon

A\ w— Wire
\‘\ \)s Special

3.3  Flux type

The flyx. types used in/on solders covered by this set of standards are listed in table [2. The
requirements for flUxes are covered by fEC 6 TT90-1-1-
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Tableau 2 — Types de flux et symboles de désignation

Matériaux Niveaux d'activité de flux o o
de composition . Indicatif CEl du fluxc Indicatif ISO du fluxd
du fluxa (% en masse d'halogénures)b
Faible (<0,01) LO ROLO 1.1.1
Faible (<0,15) L1 ROL1 1.1.2.W, 1.1.2.X
Colophane Modéré (0) MO ROMO 1.1.3.W
(RO) Modéré (0,5-2,0) M1 ROM1 1.1.2.Y,1.1.2.Z
Elevé (0) HO ROHO 1.1.3.X
Elevé (>2,0) H1 ROH1 1.1.2.Z2
Faible (<0,01) LO 1
Faible (<0,15) L1
REsine Modéré (0) MO
RE) Modéré (0,5-2,0) M1
Elevé (0) HO
Elevé (>2,0) H1
Faible (0) LO
Faible (<0,5) L1
Ordanique Modéré (0) MO R
OR) Modéré (0,5-2,0) M1 ORI 2.1.2,2.2.2
Elevé (0) O@) 2.2.3.0
Elevé (>2,0) ORH1 2.2.2
Faible (0) INto” Sans objet
Faible (<0,5) (Le flux inorganiqye ISO
Inorganique Modéré (0 est différent)
IN) Modéré (8,5-2,

a Les

b 0et g présence d'halogénures. Voir 4.2.3 de la CEIl 61190-141 pour
une .

¢ Voir
nive
tene

d Les
cara

comparer les catégories de composition RO, RE, OR et IN|et les
s catégories traditionnelles telles que R, RMA, RA, hydrosoluble et { faible

identiques aux indicatifs CEl avec de petites différences au nivegu des

3.4 PRourcentage de flux et teneur en métal

Le pourcentage nominal de flux, en masse, des produits a braser sous forme solide est défini
comme le pourcentage de flux. Le pourcentage de flux dans/sur les brasures solides est
désigné par un seul caractéere alphanumérique conformément au tableau 3. La teneur en métal
correspond au pourcentage de métal dans la créme a braser (voir CEI 61190-1-2).
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Table 2 — Flux types and designating symbols

ol;ltl:‘c):rrr:;)ac:seirtiiaolia l(:‘ivuexi;:tti%itg;ﬁ;:)lbs IEC flux designatorc ISO flux designatord
Low (<0,01) LO ROLO 1.1.1
Low (<0,15) L1 ROL1 1.1.2.W, 1.1.2.X
Rosin Moderate (0) MO ROMO 1.1.3.W
(RO) Moderate (0,5-2,0) M1 ROM1 1.1.2.Y,1.1.2.Z
High (0) HO ROHO 1.1.3.X
High (>2,0) H1 ROH1 1.1.2.2
|r\\nl( ﬂ‘ﬂ'l) LO RELQ
Low (<0,15) L1 REL1
Hesin Moderate (0) MO REMO <
RE) Moderate (0,5-2,0) M1 REM1
High (0) HO REHO .
High (>2,0) H1 REH\/\ XgZ
Low (0) LO N1\ 2.2 5E
Low (<0,5) L1 L1 X
Ofganic Moderate (0) MO ORMO -
OR) Moderate (0,5-2,0) M1 RM >2.1.2, 2.2.2
High (0) HO ORWO 2.2.3.0
High (>2,0) (\Q (\(> O&\ 2.2.2
Low (0) LO \ W Not applicable
Low (<0,5) \ INL1 (Inorganic ISO flu
Ingrganic Moderate (0) M INMO is different)
IN) Moderate Q INM1
High (0) INHO
High }5\0 R INH1
a  Fluxgs are availa in i e}m@ (liquid) forms.
b The|0 and 1 in@ of halides, respectively. See 4.2.3 of IEC 61190-1-1 for an
expl@nation of L, M a
¢ See
activj
¢ 1so
3.4
The ng

percen

y
character in accordance with table 3. Metal content refers to the percentage of metal in solder

paste (see IEC 61190-1-2).
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Tableau 3 — Pourcentage de flux

Symbole Pourcentage aLdirr:‘\:ts‘:ss

de désignation nominal du pourcentage
0 Aucun
1 0,5 0,2-0,8
2 1,0 0,7-1,3
3 1,5 1,2-1,8
4 2,0 1,7-2,3
5 2,5 22-28 /]
6 3,0 2,7-3,3
7 3,5 3.2- 38 \\
¢ 40 IR\
9 4,5 A48\
A R LSRN
B 5,5 52058\
: TN AN
NI O\ AT

3.5 Autres caractéristiques

se unitaire. Les brasures en ffil sont
classég asse unitaire. Les brasures en ruban
sont cl ] c re. Les brasures en poudre sont classées
selon | iti NE se ynitaire de la poudre.

Les br

4 Te

Pour Iees besoins de 13 g @ de la CEl 61190, les termes et définitions donphés en

essais déterminer l'acceptabilité d'un produit d'un commun accord entre
I'achetg

4.2
alliage

substance possédant des propriétés métalliques et composée de deux éléments chimiques ou
plus dont I'un au minimum est un métal élémentaire

4.3
métal de base
métal sur lequel les revétements sont déposés

4.4
corrosion (chimique/électrolytique)
attaque des métaux de base par des substances chimiques, des flux et des résidus de flux

1) Certaines définitions de la CEI 60194 ont été traduites en francais.
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Table 3 — Flux percentage

3.5 Dther characteristics

Standdrd bar solders are further classified
wire sige (outside diameter) and unit
width and unit mass. Po solge
and unfit mass.

4 Te

For the purpose ofa a 5190
IEC 60

4.1
accepta

Designation Nominal Allowable
symbol percentage percentage range
0 None
1 0,5 0,2-0,8
2 1,0 0,7-1,3
3 1,5 1,2-1,8
4 2,0 1,7-2,3
& 25 22—28
6 3,0 2,7-3,3
7 3,5 &2-35%5:\(
8 4,0 37-43 \ '\
; G X
A 50 RSN
B 5,5 ENON >
c 60 / Narses |\
o TN

, the terms and definitions given in English o

ss\Wire solders are further classified by
s are further classified by thig

by uni
ass\ Rikbo
e fu classified by powder particle size disti

kness,
ibution

nly1) in

tests » S determine the acceptability of a product and as agreed to by both

purch
[IEC 6

4.2
alloy

substance having metallic properties and being composed of two or more chemical elements of

which at least one is an elemental metal

4.3
basis metal
metal upon which coatings are deposited, (also referred to as base metal)

[IEC 60194, modified]

4.4
corrosion (chemicall/electrolytic)
attack of chemicals, flux, and flux residues on base metals

1) Certain definitions of IEC 60194 have been translated into French.
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é (outillage photographique)

logarithme de la valeur de I'opacité, généralement exprimé en grammes par centimetre cube

4.6

démouillage
situation qui se produit lorsque la brasure fondue recouvre une surface puis se rétreint pour
laisser des buttes de forme irréguliére séparées par des zones couvertes d'une mince couche
de brasure et des zones de métal de base nu

4.7

eutect
alliage
structu

4.8
eutexi
réactio
transfg
corres

4.9
flux
compo|
d'une
mineu
penda

4.10

caractgrisation du flup

série g
et des

4.11
résidu

contanpinant

braser

4.12

liquidus

tempé

que (n.)
dont la composition est indiquée par le point d'eutexie sur un diggtamme Kkequil
re d'alliage de constituants solides intermélangés formés par uperéaction eutecti

b (V.)
n isothermique réversible dans laquelle une solufi
rmée en un ou plusieurs solides intimement mé
pondant au nombre de composants du systéme

chauffé, favorise le mg
surface métallique de base par |a énlevant I'oxydation de s
protégeant les surfaces de la réox

orrosives et conductrices fondamentales d

'essais quigéte
résidus d

de flux
b flux, présent sur ou prés de la surface d'une conng

ature a laq g un alliage a braser passe de la forme de créme a la forme liquide

bre ou
ue

nt, est
formés

uillage
urface
ydation

es flux

xion a

4.13
non-m

ouillage (brasure)

adhérence partielle de la brasure fondue a une surface avec laquelle elle est entrée en contact
et dont le métal de base reste exposé

4.14

brasure

alliage

de métal dont la température de fusion est inférieure a 485 °C

NOTE Un alliage de métal dont la température de fusion est inférieure a 450 °C est classé comme «soudure

tendre».
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4.5

density (phototool)
logarithm of the value of opacity, usually expressed in grams per cubic centimeter

[IEC 60194, modified]

4.6
dewetting

condition that results when molten solder coats a surface and then recedes to leave irregularly

shaped mounds of solder that are separated by areas that are covered with a thin film of
and with the basis metal not exposed

4.7
eutectjc (n.)

solder

alloy hlaving the composition indicated by the eutectic point on an equil or an
alloy sfructure of intermixed solid constituents formed by a eutectic rea

[IEC 60194]

4.8

eutectjc (v.)

isothermal reversible reaction in which, on cooling, a li two or
more intimately mixed solids, with the number of solid umber
of comjponents in the system

[IEC 60194]

4.9

flux

chemigally and physically active compg ted, promotes the wetting of @ base
metal surface by molten solder by re e oxidation and other surface films

idatie

and by|protecting the surfa
[IEC 60194 modified]

4.10
flux cH aracteri
series [of tests thatd

residugs
[IEC 60194]

during\a soldering operation

4.1

flux-related \ at is present on or near the surface of a solder connection
[IEC 60194]

412
liquidds
temperature at which a solder alloy changes from a paste form to a liquid form

413
non-wetting (solder)

corrosive and conductive properties of fluxes and flux

partial adherence of molten solder to a surface that it has contacted and of which the basis

metal remains exposed
[IEC 60194]

4.14
solder
metal alloy with a melting temperature that is below 485 °C

NOTE Metal alloy with a melting temperature less than 450 °C is classified as "soft solder".

[IEC 60194, modified]
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4.15
brasabilité
aptitude de la surface d'un métal a étre mouillée par une brasure fondue

4.16
solidus
température a laquelle un alliage a braser passe de la forme solide a la forme de créme

417
mouillage, brasure
formatjon—d‘une

métal

5 Exigences

5.1 Matériaux

Les matériaux doivent étre utilisés de sorte que le prodm a bra ati € aux exi

nte au

jences

spécifiges. L utlllsatlon de materlaux recuperes Oou recye S \ ¥e. |l faut que les

matéri

Zin pur (Sn99) et l'indium pur
'annexe B sont conS|deres com

QU suUpérieure aux mormes

our les besoins de la présente

alliage
(In99).
me les
e sont
bute la

contraire, le métal de l'alliage a braser, y gompris

oit constituée du méme alliage. Sauf spéci
&ments impurs dans les alliages identifiés par le
3 valeurs suivantes et celles présentées en 5.2.1

hlliage,
ication
suffixe

5.2.2,

durcentage en masse d'éléments impurs dans les glliages

Cu: 0,08 Ni: 0,01 Sn: 0,25
Fe: 0,02 Pb: 0,20 Zn: 0,001
In: 0,10

Le poyrecentage de chaque élément dans un alliage doit étre déterminé par toute m

éthode

analytique normale. La chimie par voie humide doit étre utilisée comme méthode de réfé

5.2.1 Alliages de variante A

Dans les alliages identifiés par le suffixe A, le pourcentage en masse d'antimoine (Sb)
qu'impureté ne doit pas dépasser 0,50.

5.2.2 Alliages de variante B

rence.

en tant

Dans les alliages identifiés par le suffixe B, le pourcentage en masse d'antimoine en tant

qu'impureté ne doit pas dépasser 0,20.
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415
solderability
ability of the surface of a metal to be wetted by molten solder

[IEC 60194]

4.16
solidus
temperature at which a solder alloy changes from a solid to a paste form

417
wetting, solder
formatfon of a relatively uniform, smooth, unbroken, and adherent fil basis
metal
[IEC 60194, modified]
5 Reéquirements
51 Materials
Materigls shall be used which permit the sold ecified
requirgments. The use of recovered or recy \) i isNencouraged. Recovdred or
recyclgd materials must conform to or ¢ ¢ i ials.
5.2 Alloys
The sqlder alloy shall be as specified B). purposes of this standard, elgctronic
grade polder alloys are all’olthe altoys\iste ox B, table B.1, including pure tin |(Sn99)
and pyre indium (In99). Tt > i ex B, table B.1, for an alloy are consgidered
to be 1he component glemer the component elements of an alloy are
desiralle and all gtherel s arenximypurities for that alloy. To the maximum extent feasible
and urnless othe becified, Se metal, including solder powder, shall be alhomo-
genou$ mixture ofkthe sments of the alloy, so that each particle of the metal is the
same alloy. Unless d ifi e percentage by mass of impurity elements in alloys
which A E suffix shall not exceed the following values gnd the
values .23,-4and 5.2.5 respectively, and the percentage by mass of
impurit ) |ch are identified with a D suffix shall to the
requirg

Ag Cu: 0,08 Ni: 0,01 Sn: 0,25

Al: Fe: 0,02 Pb: 0,20 Zn: 0,001

As In: 0,10

The percentage of each element in an alloy shall be determined by any standard analytical

procedure. Wet chemistry shall be used as the referee procedure.

5.2.1 Variation A alloys

In alloys which are identified with an A suffix, the percentage by mass of antimony (Sb) as an

impurity element shall not exceed 0,50.

5.2.2 Variation B alloys

In alloys which are identified with a B suffix, the percentage by mass of antimony as an impurity

element shall not exceed 0,20.


https://iecnorm.com/api/?name=e11e9105a5708d3ddc1192ee0df5f4ae

- 20 - 61190-1-3 O CEI:2002

5.2.3 Alliages de variante C

Dans les alliages identifiés par le suffixe C, le pourcentage en masse d'antimoine en tant
qu'impureté ne doit pas dépasser 0,05.

5.2.4 Alliages de variante D

Les alliages identifiés par le suffixe D sont des alliages ultrapurs destinés a étre utilisés dans
des applications a accés facile de fixation de puce. Dans les alliages identifiés par le suffixe D,
le pourcentage combiné total en masse de toutes les impuretés ne doit pas dépasser 0,05 et le
pourcentage combiné total en masse de chacun des ensembles d'impuretés suivants ne doit
pas dépasser 0,0005:

Ensempble 1: Be, Hg, Mg et Zn. Ensemble 2: As, Bi, P et Sb.

5.2.5 |Alliages de variante E

Dans lg¢s alliages identifiés par le suffixe E, le pourcentage de piQ Rl Jpasser
0,10 ef le pourcentage d'antimoine (Sb) ne doit pas dépassg

5.3 HKormes de brasure

La présente norme concerne les brasures en bag i b , ainsi que
les brgsures spéciales. Généralement/ [k ser ne
sont pas fluxées; les brasures en fil, e a flux
incorporé, enrobé ou a la fois a flux >ateurs
déterminent a partir de sources prospegti ormale

b.

disponjbles et spécifient, dans toute la
5.3.1 |Brasure en baguette

La secfion, la longyeur [et la/hass ol i & 2Cifié ir A.2 point c).
Sauf s )écificatio® ’ it A ; 2 i : i i e 50 %

par ragport a la v blus de

10 %. |es baguettes ets ou
oeillets, i

5.3.2 |Brastire e

La taille<s oir A.2
point g). Sau hporter
une s¢ction ciredlaire \la taille du fil d0|t representer Ie diamétre extérieur nominal du fil et le

diamefre extérieur xeel du fil ne doit pas varier de £5 % ou de £ 0,05 mm par rapport au
diaméfretniominal, la valeur la plus élevée étant retenue.

5.3.3 Brasure en ruban

L'épaisseur et la largeur du ruban, le type de flux et le pourcentage de flux doivent étre tels
que spécifiés (voir A.2 point g). Sauf spécification contraire (voir A.2 point h), les brasures en
ruban doivent comporter une section rectangulaire et I'épaisseur et la largeur réelles ne doivent
pas varier de + 5 % ou de + 0,05 mm par rapport a leurs valeurs nominales, la valeur la plus
élevée étant retenue.
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5.2.3 Variation C alloys

In alloys which are identified with a C suffix, the percentage by mass of antimony as an
impurity element shall not exceed 0,05.

5.2.4 Variation D alloys

Alloys identified with a D suffix are ultra-pure alloys that are intended for use in barrier-free die
attachment applications. In alloys identified with a D suffix, the combined total percentage
by mass of all impurity elements shall not exceed 0,05 and the combined total percentage by
mass of each of the following sets of impurity elements shall not exceed 0,0005:

Set 1: Be, Hg, Mg, and Zn. Set 2: As, Bi, P, and Sb.

5.2.5 Variation E alloys

In the plloy identified with an E suffix, the percentage of lead 10 and

the pefcentage of antimony (Sb) shall not exceed 0,20.

5.3 Solder forms

This s special
solders special
solders Users
should hat are
availal]

5.3.1 Bar solder

The ngminal cross-section s i i d the nominal mass shall be as specified
(see A2 item c). Unles Qrwi ! A.2 item d), the actual cross-sectign area
shall npt vary fro ing 2 _bykmore than 50 %, the actual length shall not vafy from
the nominal val@ AN % ‘ e actual mass shall not vary from the nominal
value by more th ecial end configurations, such as hooks or eygs, are

classified as specis

5.3.2

The w flux percentage shall be as specified (see A.2 item e). Unless
otherw item f), wire solders shall have a circular cross-section, the wire
size sk ariinal outside diameter of the wire, and the actual outside dipmeter

shall npt vary'frofa the\nominal diameter by more than £5 % or 0,05 mm, whichever is dreater.

5.3.3 Ribbon solder

The ribbon thickness and width, flux type, and flux percentage shall be as specified (see A.2
item g). Unless otherwise specified (see A.2 item h), ribbon solders shall have a rectangular
cross-section, and the actual thickness and width shall not vary from their nominal values by
more than 5 % or £0,05 mm, whichever is greater.
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5.3.4 Poudre a braser

La dimension granulométrique et la forme de la poudre doivent étre telles que spécifiées (voir
A.2 point i et A.2 point j). Les caractéristiques de six poudres a braser normales de
granulométrie 1 a 6 sont présentées au tableau 4. Lorsque la forme n'est pas spécifiée, la
poudre a braser doit étre sphérique. Dans toute la mesure du possible, la poudre a braser doit
étre lisse, brillante et exempte de petites particules et d'oxydes adhérents.

NOTE Les poudres a braser constituées d'alliages a forte teneur en plomb ne sont pas brillantes par nature, mais
il convient qu'elles n'apparaissent pas anormalement sombres. Les poudres a braser contenant plusieurs alliages a
braser (poudres a alliages multiples) sont considérées comme des brasures spéciales.

T _ N
N\
Pourcentages de poudre en masse/\k \
Sympole de
gran;FQmétrie Inférieur ou Moins de 1 % 80 % minimum 90 %/mi 'murh\ oins\de 10 %
de la| poudre égal a supérieur a entre entke fériour a
pm pm pum \ m

1 160 150 150 - 75 A \/ 20

\
80 75 75 - 45 \\ \ 20

2

3 50 45 4/5/2_5\ \\/ 20

4 40 38 B ( O) \\ ! 20

5 28 25 4 \\// y5-15 15

6 18 Q \ )\/ 15-5 5

~_~

5.3.4.1 Dimension gran
La dimension granulomgtri i it é déterminée conformément a la mjéthode
d'essal 6X04 de la Q Y itton granulométrique de la poudre dqit étre
déterniné oPfMEME thoes d'essai 6X01, 6X02 ou 6X03 de la CEI 61189-4.

5.3.4.2

La for étre déterminée par observation visuelle a I'aide d'un
micros ope [ ire grossissement est suffisamment fort, par la méthgde du
diffusejur a faj i 6u par une méthode appropriée d'analyse d'imagerie |micro-
scopiqle braser dont la teneur minimale en particules de 90 %|a été
déter b avec un rapport longueur/largeur inférieur ou égal a 1,2 doivent

étre considérges comme des poudres sphériques. Les poudres a braser dont le facfeur de

résultats rvisuels susmentionnés doivent étre considérées comme des poudres sphériques.
Touted les“autres poudres doivent étre considérées comme non sphériques.

5.3.5 Brasure spéciale

Toutes les caractéristiques et tolérances pertinentes relatives aux brasures de forme spéciale
doivent étre spécifiées (voir A.2 point k). Les brasures spéciales comprennent toutes les
brasures qui ne sont pas entierement conformes a une autre classification de brasure identifiée
a cet égard ou dans la CEl 61190-1-2. Les brasures spéciales comprennent, sans toutefois
s'y limiter, les anodes, baguettes a extrémités en crochet ou a oeillet, puces, lingots, poudres a
alliages multiples, pastilles, préformes, anneaux, gaines, etc.
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5.3.4 Solder powder

The powder size and shape shall be as specified (see A.2 item i and A.2 item j). The charac-
teristics of six standard solder powders, sizes 1 through 6, are listed in table 4. When shape is
not specified, solder powder shall be spherical. Solder powder shall be smooth and bright and
free of adhering small particles and oxides to the maximum extent possible.

NOTE Solder powders made with high-lead alloys are not bright by nature, but they should not appear unusually
dark. Solder powders which contain more than one solder alloy (multiple-alloy powders) are classified as special
solders.

Table 4 — Standard solder powders

Percentages of powder by weight /\
Powdler size None larger Less than 1 % At least 80 % At leagf 90 %~ Less)thap 10 %
symbol than larger than between b en Q smaller|than
pm pm pm H N H

1 160 150 150-75 |\ \ X N V20

2 80 75 75-45 | \ \\ \ 20

3 50 45 45 - 25 20

e\ D)

4 40 38 /S 38 - 20 20

5 28 25 PNy 25~As5 15

6 18 5
5.3.4.1 Powder size
Maximpm particle size sha 6X04.
Powder particle size di 6, test
methodls 6X01, 6X02 or 6
5.3.4.2
Solder bscope
with suyf scopic
imagin} of the
particl wders.
Solder c . that is
equivalen RE other
powdef
5.3.5 Special solder

All pertinent characteristics and tolerances for special form solders shall be specified (see A.2
item k). Special solders include all solders which do not fully conform to another solder
classification identified herein or in IEC 61190-1-2. Special solders include, but are not
necessarily limited to, anodes, bars with hook or eye ends, chips, ingots, multiple-alloy
powders, pellets, preforms, rings, sleeves, etc.
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5.4 Type et forme de flux

Le type et la forme de flux doivent étre tels que spécifié (voir A.2 point I). Les flux utilisés dans
la fabrication des produits a braser doivent satisfaire aux exigences de la CEIl 61190-1-1. Les
flux doivent avoir été entierement soumis a essai et caractérisés conformément a la
CEI 61190-1-1 et ne doivent pas avoir été altérés depuis les essais, a I'exception de I'ajout de
plastifiants inertes.

5.4.1 Pourcentage de flux

Le pourcentage en masse de flux dans/sur les brasures doit étre tel que spécifié (voir A.2
i lux est
a flux

Sauf s : : orporé
peuvent é ion, & iti ' je i ifofmes dans la
sectiorn : sceller
laou l¢ r toute
perte qu flux.

5.4.3 |Revétements de brasure

Sauf spécifi orporé
doiven e elles
lorsque HR.

5.5 $iccité des résidus\de f

Lorsque spécifié (voir A. 2 pail actéristi iccité 8Si ipn des
brasures fluxées, afe): P 4 de la
CEI 611189-5. Lo éthode

d'essal 5X12, les resi asures
d’autrgs types de

5.6

Lorsquledspésijtié i .2 point q), les caractéristiques de projection des brasures|a flux
incorporeé S doivent étre déterminées conformément a la méthode d'essgi 5X13
de la GEI 61138 -5

5.7 roupement de brasure

Lorsque spécifié (voir A.2 point r), les caractéristiques de groupement de brasure fluxée
doivent étre déterminées conformément a la méthode d'essai 5X14 de la CEl 61189-5. Lorsque
la brasure fluxée est soumise a essai conformément a la méthode d'essai 5X14, le flux doit
favoriser I'étalement de la brasure fondue sur le coupon afin de former sur l'ensemble du
coupon un revétement de brasure devant se déposer en une fine bordure. Aucun signe de
démouillage ou de non-mouillage ne doit apparaitre. Aucun signe d'éclaboussure ne doit
apparaitre, comme la présence de particules de flux et/ou de résidus de flux a I'extérieur du
groupement principal de résidus. Les groupements de soudure de forme irréguliére ne sont pas
nécessairement signe de démouillage ou de non-mouillage.
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5.4 Flux type and form

The flux type and form shall be as specified (see A.2 item |). Fluxes used in the manufacture of
solder products shall conform to the requirements of IEC 61190-1-1. Fluxes shall have been
fully tested and characterized in accordance with IEC 61190-1-1, and shall not have been
altered since being tested except for the addition of inert plasticizers.

5.4.1 Flux percentage

The percentage by mass of flux in/on solders shall be as specified (see A.2 item m). For fluxed
solders other than solder paste the flux percentage is identified in accordance with table 3.
The fl rdance
with IEIC 61189-6, test method 6CO09.

5.4.2 Solder cores

Unlesq otherwise specified (see A.2 item n), the core(s) of any
constriiction, i i , i i trically
disposgd in the solder. When appropriate, the core(s) in th€ At both

5.4.3

Unless otherwise specified (see A.2 itetn_0), the be dry
and tack-free such that individual pfe i re and
humidi S

5.5

When fluxed
solders fluxed
solder |i s and,
when {

5.6

When ribbon
solders

5.7

When [specifiet(see\A.2 item r), the solder-pool characteristics of fluxed solder shall be
determined innaccordance with IEC 61189-5, test method 5X14. When fluxed solder is telsted in

accordance with test method 5X14, the flux shaII promote the spreadrng of molten sold ber over
| o fc C ! | edge.
There shall be no evrdence of dewettrng or non- wettlng There shaII be no evrdence of
spattering, as indicated by the presence of flux and/or flux residue particles outside the main
pool of residue. Irregularly shaped solder pools do not necessarily indicate dewetting or non-
wetting.
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5.8 Etiquetage pour l'identification des produits

Sauf spécification contraire (voir A.2 point s), le nom ou le symbole de l'alliage ainsi que le
nom du fabricant ou le symbole couramment accepté doivent étre inscrits sur les baguettes a
braser. Sauf spécification contraire, les informations suivantes doivent étre inscrites sur les
bobines, les boitiers et les récipients de brasures en fil, en ruban et en poudre ainsi que sur
les documents écrits accompagnant les brasures en baguette et spéciales:

a) le nom et I'adresse du fabricant;

b) le numéro et I'indice de la révision de la présente norme;

c) la description du produit a braser ainsi que la désignation du fabricant du produit a braser;

d) la masse nette de la brasure (ainsi que la masse unitaire nhomina la brasure en
baguette);

e) le qu les numéros de lot;

f) la qu les dates de fabrication;
g) la qurée de vie utile prévue du produit a braser, s'il y a lieu;

h) tous les marquages relatifs a la santé et a la sécurité;

touf autre information pertinente relative a une for

5.9 Qualité d'exécution

Les produits a braser doivent étre de qualité uhi défauts susceptibles de ligiter la
durée gle vie ou d'affecter 'aptitude a I'é i i

6 Dispositions relati

6.1 Responsabijljté
L'utilisgteur doit i

oir A.2
point {). : dles de
qualifigation et d'dss 3 j jons ou
toute gqutre in i sauf en
cas de|désaccord~de\l'uti
Le fabfica < PG ' its 3 i ivrés a
I'utilisateur oy sOUMIS & i i du bon
de co insi 6le ne

dispenge pasie vendéur de cette responsabilité.

6.1.1 Responsabilité de la conformité

Les matériaux couverts par la présente spécification doivent satisfaire a I'ensemble des
exigences de l'article 5. Le ou les contrbles, a I'exception des contrdles de performance définis
dans la présente spécification, doivent faire partie intégrante de I'ensemble du systéme de
contréle ou du programme qualité du contractant. Le vendeur doit s'assurer que tous les
produits ou fournitures soumis a l'acceptation de I'utilisateur sont conformes a I'ensemble des
exigences du contrat de commande d'achat.
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5.8 Labelling for product identification

Unless otherwise specified (see A.2 item s), solder bars shall be marked with the alloy name or
alloy short name and the manufacturer's name or commonly accepted symbol. Unless
otherwise specified, spools, packages, and containers of wire, ribbon, and powder solders, and
written documentation accompanying bar and special solders shall be marked with the
following information:

the manufacturer's name and address;

T Q

the number and revision designation of this standard;

O

(o

thel net mass of the solder (and nominal unit mass of bar solder);

)

)

)

) the solder product description, and the manufacturer's designation of the solder product;
)

) the|lbatch number(s);

—h

) the[date(s) of manufacture;

g) expected useful life of solder product, if applicable;
h) al
i) any other information which may be pertinent to the parti

bpplicable health and safety markings;

j) any other markings or labelling specified in the copfract o

5.9 Workmanship

Solder|products shall be made uniform ice life

or affett the serviceability or appearance

6 Quality assurance g

6.1 Responsibility

The uger shall » ificatiom\and_guality conformance inspections (see A.2 jtem t).
The sdlder produ i quality

conforinance inspe for the
performance of thess

It is the responsibilt c Lipplies
deliverged of the
contragt hase~ardenyand clause 5, herein. The absence of any inspection requirgments

shall npt relie

6.1.1 Responsibility for compliance

Materials covered by this specification shall meet all the requirements of clause 5. The inspec-
tion(s) excluding the performance inspections defined in this specification shall become a part
of the contractor's overall inspection system or quality programme. The vendor has the
responsibility of ensuring that all products or supplies submitted to the user for acceptance
comply with all requirements of the purchase order contract.
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Programme d'assurance de la qualité

Lorsque requis par l'utilisateur, un programme d'assurance de la qualité pour le matériau fourni
dans le cadre de la présente spécification doit étre établi et maintenu conformément a
I''SO 9002, ou tel que convenu entre I'utilisateur et le fournisseur et doit étre vérifié par le

person

6.1.2

nel d'homologation.

Matériel d'essai et installations de controéle

Le matériel d'essai/mesure ainsi que les installations de contréle de précision, de qualité et en

6.1.3

Sauf s

ment gdux conditions d'essai spécifiées a l'article 5.

6.2 (

Les co

1) co:[tréle des matériaux (6.3);

2) co
3) ass

6.2.1

Les fid

sur les|

Conditions de controle

pécification contraire a cet égard, tous les contréles dé

Classification des controles

ntréles spécifiés a cet égard sont classés s U

trole de qualification (6.4);
urance de qualité (6.5).

ures 1 a 4 illu

résultats des coptfdless\sur lesyb >
d'inscrire les rés afinitifs
requis [ou appropri sorent dlindiquer par une marque les contrdles achevés avec

formulaire

lace et
ystéme
nt étre
e cas.

formé-

her les
bnvient
nt pas
succes
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Quality assurance programme

When required by the user, a quality assurance programme for material furnished under this
specification shall be established and maintained in accordance with ISO 9002, or as otherwise
agreed on between user and manufacturer, and shall be monitored by the qualifying activity.

6.1.2

Test equipment and inspection facilities

Test/measuring equipment and inspection facilities, of sufficient accuracy, quality, and quantity
to permit performance of the required inspection(s), shall be established and maintained or
designated by the supplier. Establishment and maintenance of a calibration system to control

the ac

curacy of the measuring and test equipment shall be in accordance with the

eneral

require

6.1.3

Unless
test co

6.2

The in

ments of IEC 61189-5 and IEC 61189-6 as appropriate.

Inspection conditions

otherwise specified herein, all inspections shall be per 2)
hditions specified in clause 5.

Classification of inspections

Epections specified herein are classified as follo

1) m

2) qualification inspection (6.4);
3) quality conformance (6.5).

6.2.1

Figure$
solid f
report
inspec

terial inspection (6.3);

5 1 through 4 an
brm solder insp
forms. Wh def g
ions sho infdicated byssheckumn

ed, for recording the results of alloy
7 definitive results should be entered

ks on the report forms.

ith the

and of
on the

quired or appropriate, successful completion of
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(Inscrire les informations appropriées dans la partie supérieure et les colonnes relatives aux
exigences du rapport et compléter le rapport en inscrivant les résultats des essais ou en
cochant les cases appropriées).

Désignation de I'alliage:

Identification du fabricant:

Numéro de lot du fabricant:

Date dp-fabrication:

Rejelt

Date dg la fin du contréle: Résultats globauxa:
Méthodgles d'essai utilisées:
Contrd]e réalisé par: Att e$<a pars
Pourcentages requis Pourcenta i réalisé
Eléments En tant qu'élé- En tant dans I' ech/h/tm t date
ment de l'alliage qu'impureté ~
Ag 0,05 max. /\\ )/
Al 0,005 mat\ | AN N~ [ (
As 0,03 max N A\
Au 0,05 max.A \ \
Bi 0,10 max| NN\
cd 0002 mah K\ 0 N\
Cu <\ \Qés max: ) \\/
Fe N 0,02 frax. <X,
" PR AN
I ORIBEOT N
Pbe v N 00 é\)
Sbd \ 0,56-méXx.
W0 max.
/\ o ,05 max.
Sn N \ \ 0,25 max.
Zn N 0,003 max.

Résul

confolmes, aux eX|gences sinon cocher «Rejet»

réelle, sinon, inscrire «R».

Lorsque le plomb (Pb) est une impureté dans l'alliage soumis a I'essai, vérifier le pourcentage approprié de Pb

dans la troisieme colonne.

Lorsque I'antimoine (Sb) est une impureté dans l'alliage soumis a I'essai, vérifier le pourcentage approprié de Sb

dans la troisiéme colonne.

ats globaux\OQQh)er «Acceptation» lorsque les résultats de I'essai pour I'ensemble des élémepts sont

Exigence

Commentaires:

Figure 1 — Formulaire pour les essais sur alliages a braser

IEC 711/02
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Test report on solder alloy
(for suffix A, B, C, and E alloys)

(Enter appropriate information in top portion and requirements columns of report and complete
report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces).

Alloy designation:

Manufacturer's identification:

Manufacturer's batch number:

Date of manufacture:

Date injspection completed: Overall resultsa: __ Pass Fail

Testing methods used:

AN eX
Inspection performed by: Witnessed by:(\\\\\\ \>\/
N N/

Required percentages
El t Percentag
ements As an alloy As an impurity in sa

element element

Tested by
and date

Ag 0,05 max. (O

As 0,03 rkax. \_|<

~
Al 0,005 max. g\\// [N
CARI ™
Au 0,05ma>\ \ \ \__/

Bi 010 mak. NN

cd 0,002 max. (]

Cu CIN_proBman,
Fe N N \b,02 mak\

)
" RS NNT T N
AN DR

RN AV

Y \¥
NS
NN N[ ozsmax

Sn < 0,25 max.

Zn X\ N 0,003 max.

a  Qverall Result}bﬁﬁ?’ass" if the test results for all elements conform to the requirements, otherwise che¢ck "Fail".
b Pasg/Failt Enter "P" f&r an element if test results conform to the actual requirement, otherwise, enter "F "

¢ When'ead (Pb) is an impurity in the alloy being tested, check the appropriate Pb percentage requirenjent in the
third column.

When antimony (Sb) is an impurity in the alloy being tested, check the appropriate Sb percentage requirement
in the third column.

Comments:

IEC 711/02

Figure 1 — Report form for solder alloy tests
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Rapport d'essai relatif aux poudres a braser

(Inscrire les informations appropriées dans la partie supérieure et les colonnes relatives aux
exigences du rapport et compléter le rapport en inscrivant les résultats des essais ou en

cochant les cases appropriées).

Désign
Identifi

ation de I'alliage:

cation du fabricant:

Dimension granulométrique de la poudre

Numéro de lot du fabricant:

Date d
Date d
Métho

Contrd,

Trapbrication:

N

la fin du contrble:

es d'essai utilisées:

Résultats globauxa: __ Acce ion ejet

A
A\ \\ NS

e réalisé par:

Attes par

Contréles

Ré Itats

i b
Exigences d'essAi obfenus Ac tati IRejet par

Essali réalisé

et date

Matériau

Visuel

AL
O

Alliage

\<//

Dimension
de la poud
Inférieure

granulométrique maximale
e:
pm

Dimension
de la poud

<1 % supé
>80 % conj
>90 % conj

<10 % infé|

granulométrique \
e:

fieure a___

prise entre@ m

prise entre

Fieure a [0\

Forme de |

a  Résult
confor|

b Accep
réelle,

o SO,
oh

ation/Rejéet: ) Inscrive «

» pour un élément lorsque les résultats de l'essai sont conformes a I'

hts sont

Exigence

Commentaires:

Figure 2 — Formulaire pour les essais sur les poudres a braser

IEC 712/02
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Test report on solder powder

(Enter appropriate information in top portion and requirements columns of report and complete
report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces).

Alloy designation:

Powder size number

Manufacturer's identification:

Manufacturer's batch number:

Date of manufacture:

Date ir

Testing methods used:

Inspection performed by:

spection completed:

AN

Witnessed by: \ \\ \\/

AN

. Testr s \ \H#/ Tested by
Requirements ob}'ﬁ:::i\ aéfa and date

Inspections
Material (7 \\ \/
Visual PaN \ \\// /\ \
Alloy & N, ( \ ™ )\/
Max. powder size: \_//
None larger than ___ um } \\\\

Powder sige:

<1 % larger than ___ um <
pm

>80 % befween __ -

NS )\V

>90 % befween - pum

<10 % smgller than @ 2

Powder shape v/ \/\ \/\\\ )

a  Qverall Results: Chéck s" if ew for all elements conform to the requirements, otherwise check "Fail".
b Pass/HKail: Ent " far anelerent i test results conform to the actual requirement, otherwise, enter "F".

Comm

OX
&y

N

IEC 712/02

Figure 2 — Report form for solder powder tests
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Rapport d'essai relatif aux brasures non fluxées

:2002

(Inscrire les informations appropriées dans la partie supérieure et les colonnes relatives aux
exigences du rapport et compléter le rapport en inscrivant les résultats des essais ou en
cochant les cases appropriées).

Désignation de la brasure:

Objet du contréle:

Numéro d'identification du LPH:

Qualification

Identification du fabricant:

ssurance de qualite A

ssurance de qualité B

Numero de lot du Tabr (¥

Date de fabricatio

llongement de la durée de conservation

Premiére date )i

erformance Date limite
Date dg la fin du contréle: Résultats globauxa;
Méthodles d'essai utilisées: \
D0\
Controje réalisé par: . ( ()Xtte&‘é\p}:\)
SRS A
Contréles Exigefices </k¥s ats 'es@ eptation/RejetP EssLai réalisé
N bteh par et date
Matérial > \ \
Visuel K Q\\\\>
eI\ PN

____Dianpetre du fil ou
___lLargpur du ruban ou

Long

ueur de la t@te

b

____Epaisseur du ruba

Secffjon — baguett

%,

Autres ass/afs\x\is\gls \\ \

q

Alliage

2

NN
>

4

a Résultats globaux: Cocher «Acceptation» lorsque les résultats de l'essai pour I'ensemble des éléments sont

conformes aux exigences, sinon cocher «Rejet».

b Acceptation/Rejet: Inscrire «A» pour un élément lorsque les résultats de I'essai sont conformes a I'exigence réelle,

sinon, inscrire «R».

Commentaires:

Figure 3 — Formulaire pour les essais sur les brasures non fluxées

IEC 713/02
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Test report on non-fluxed solder

(Enter appropriate information in top portion and requirements columns of report and complete
report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces).

Solder designation:

Inspection purpose:

QPL I.D. number:

Qualification

Manufacturer's identification:

Quality conformance A

Manufacturer's batch number:

Quality conformance B

Date of manufacture;

Shelf-life extension

Herformance

Date inspection completed:

Testing methods used:

Inspection performed by:

Inspections

RequirWs

I
Tes t b Tested by
//\(\;wtamg'{ (\ :>Paslea|I anhd date

SN
Wtr/ssz%\ >

Material

Visual

AR

Dianpeter of wire or

___Width of ribbon or

___Length of bar

N

____Thickness of ribbo

Crogs-sect. area-%l\
N\

B

Other vibual tes@ \ \
< \

Alloy \\/
)

~

a  Qveralt ResultsT Check "Pass i the test Tesults for alt efements conform to the requirements, otherwise check "Fail."

b Pass/Fail: Enter "P" for an element if test results conform to the actual requirement, otherwise, enter "F."

Comments:

IEC 713/02

Figure 3 — Report form for non-fluxed solder tests
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Rapport d'essai relatif aux brasures fluxées en fil/ruban

:2002

(Inscrire les informations appropriées dans la partie supérieure et les colonnes relatives aux
exigences du rapport et compléter le rapport en inscrivant les résultats des essais ou en
cochant les cases appropriées).

Désignation de la brasure:

Objet du contréle:

Numéro d'identification du LPH:

Qualification

Identification du fabricant:

Assurance de qualité A

Numéro de lot du fabricant:

llongement de la durée de conservation

ssurance de qualite B

Date de tabrication: —~_

Largpeur du ruban ou

erformance Date limite d'u
Date dE la fin du contrdle: Résultats globauxa: |
Méthodgles d'essai utilisées: <
. s \

Contrd]e réalisé par: A ar: )

Contréles Exigences ats Asceptation/Rejetb EssLal réalisé

N\ par et date

Matéria| \ <\ Q \
Visuel AN \
___Dianpetre du fil ou :\BJ>\/

Long

ueur de la baguetteb/
AN

____Epaisseur du ruW
___Secffon - baguette(\

0

Autres dssais v@&s\

X

/

atiiage | A~ \

Flux \

A

Pourcenftage de%x\

Attente

a Résultats globaux: Cocher «Acceptation» lorsque les résultats de l'essai pour I'ensemble des éléments sont

conformes aux exigences, sinon cocher «Rejet».

b Acceptation/Rejet: Inscrire «A» pour un élément lorsque les résultats de I'essai sont conformes a I'exigence réelle,

sinon, inscrire «R».

Commentaires:

Figure 4 — Formulaire pour les essais sur les brasures fluxées en fil/ruban

IEC 714/02
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Test report on fluxed wire/ribbon solder

(Enter appropriate information in top portion and requirements columns of report and complete
report by entering the test results or checkmarks in the appropriate spaces).

Solder

Inspection purpose:
_____Qualification
______Quality conformance A
____ Quality conformance B

designation:

QPL I.D. number:

Manufacturer's identification:
Manufacturer's batch number:

Date of manufacture:

Jhelf-life extension Original use-by date:
Herformance Revised use-by ddte®  —~ \\
Date inspection completed: Overall results?: Fai
Testing methods used: /\
ANV
In tion perform : Witn : \\\ >
spection performed by M A,
Inspections Requirements Tift:: o S \\\P{s;>Fai|b TaGnsdtedda:Jey
N\ N
Material /\ /\\ >v ( ( 3 >
e N
Visual > \\
___Dianpeter of wire or \>
__ Width of ribbon or < :5
___Length of bar I\/ (\
___Thickness of rib@ \\/>
___ Crogs-sect. area-b
AN AN
Other visual tests/\ \\ \/
Alloy N
NN
L PN
Flux percen%e\\ \\/
Waiting
D
a  Qver ck "Fail."
b Pass/Fail: Enter "P" for an element if test results conform to the actual requirement, otherwise, enter "F."

Comments:

Figure 4 — Report form for fluxed wire/ribbon solder tests

IEC 714/02
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6.3 Controle des matériaux

Le contréle des matériaux doit consister en des certifications accompagnées de données de
vérification confirmant que les matériaux utilisés pour la fabrication des produits a braser sont
conformes aux spécifications et aux normes de référence applicables avant utilisation.
Il convient d'intégrer les certifications et les données de vérification applicables aux
échantillons d'essais de qualification au rapport d'essai de qualification.

6.4 Contrdéle de qualification

Les contréles de qualification consistent a examiner et a soumettre a essai les matériaux,

Dimension granulométrique maximale de la poudre

procé instal-
lations| et des compétences nécessaires pour fabriquer des produits a /fra tables.
Lors d its.a” praser,
les utillsateurs sont encouragés, dans toute la mesure du possible\a utiise sultats
documgntés des contréles de produit précédemment réalisés par I'dnité iohfu lieu
de recpurir a de nouveaux contrbles de qualification. Les échaunti i braser
fabrigyés a l'aide des matériaux, équipements, procédés ilisg lans la
produ i 2 > pint t)
Les coptréles de qualification normaux des produits a brasg cument
sont énumérés dans le tableau 5. Sauf spécification ce i 4 5i ntréles
de qudlification doivent étre effectués selon les procéd Ye)ils
6.4.1
Il conv tréle a
réalisef.
6.4.2
L'écha
Qualification Assurance de qualité

Matérigu < \ \ } X X
Visuel /\\ \ \ \ X
Composmya\de allla\& \ \/ X
Caracte réﬁQ)M\qu B X
Caractgristique u\ﬁux\ X
Pourceptagede qux\/ X
Dimensiion granulométrique de la poudre X

X

X

Forme de la poudre

Siccité des résidus de flux

Groupement de brasure

Projection

XX XX X[X]X]|X|X[X]|X]X

Emballage
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Material inspection shall consist of certifications, supported by verifying data, that the materials
used in manufacturing solder products are in accordance with the applicable referenced
specifications and standards prior to use. Certifications and verifying data applicable to
qualification test samples should be made a part of the qualification test report.

6.4 Qualification inspection

Qualification inspections consist of examinations and tests of materials, processes, and
products needed to ascertain that a manufacturing facility has the necessary facilities and

experti

samplgs, which have been produced using the materials,

proce
(see Al.

ures used in production, shall be subjected to the qualifi

document are listed in table 5. Unless otherwise specified
inspections shall be conducted using the procedures specifie

6.4.1 Sample size

manu-

ilige the

cility to

er product

s and

ghecified

by this

ification

Sampl¢ size should be appropriate forthe so being
performed.
6.4.2 Inspection routine
The sample shall be subjecte
/mipe\ylons \ ) Qualification Quality conformpnce

Materidl

N
Visual /\ \

Alloy cgmposition_ \ \\\

Flux character&\ation

Flux cha@i&{i\\s

N
Flux percerh‘g{\ \\/

Powdel size

4

Maximym powder size

XX | X[ X[ X]|X]|X

XX | X[ X|[X]|X]|X

Powdershape

X

X

Flux residue dryness

Solder pool

Spitting

Packaging

X | X[ X]X
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6.5 Conformité de la qualité

Le fabricant du matériau doit effectuer les contréles nécessaires pour s'assurer que le procédé
est sous contrdle et que le produit respecte les limites de la spécification.

6.5.1 Programme de controle

Le matériau doit étre soumis aux contréles spécifiés au tableau 5.

6.5.2 Plan d'échantillonnage

L'écha
conver

6.5.3

Lorsqu
ou reti
un nodu

veau contréle doivent étre vérifiés plus rigoureuse

des nguveaux lots et doivent étre clairement identifié buveau
contréle.

6.6 PFréparation des alliages a braser pour e§

6.6.1 |Ame

Retiren] soigneusement cing piéces (d'e de_long) de brasure en fil et en rpban a
flux incorporé a environ 0,5 m delch i b longueur coupée, selon le cas,
conformément aux méthodes suivantes. nv grossissement suffisant, examiner

visuell té, I'hnomogénéité et I'état de I'ame des
deux g

6.6.1.1

Mainte i ehsion £n plagant le point désiré pour la séparation qur une
flamme blanche e allumette. La brasure se détache au point de fragilité a
chaud, ] ott€s qui exposent les formes de I'dme du flux ainsi|que la
continyité

NOTE i gtte méthode de séparation de la brasure sur des brasures en fil de petit giametre
pour s'a S oifonctionnement avant d'utiliser la méthode de 6.6.1.2.

6.6.1.2 Brasure ean pdban et en fil de diameétre supérieur a 6 mm environ

A l'aidp™d'dne lame de coupe trés affatée, tel qu'une lame de rasoir trés coupante, couper
soigneusement la brasure et veiller tout particulierement a minimiser la déformation de la
brasure due a la force de coupure.

7 Préparation pour la livraison

7.1 Conservation, boitier et emballage

Sauf spécification contraire (voir A.2 point v) dans le contrat ou le bon de commande,
la conservation, le boitier, I'emballage et le marquage extérieur des produits de brasage
doivent étre de qualité identique ou supérieure aux pratiques commerciales normales du
fournisseur.
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6.5 Quality conformance

The material manufacturer shall perform those inspections necessary to ensure that the
process is in control and that the product is within specification limit.

6.5.1 Inspection routine

The material shall be subjected to the inspections specified in table 5.

6.5.2 Sampling plan

Statistieal-samphrganditrspecton-shal-beitraccordance—witharagreedte{betweenuser and
suppligr) quality programme (see 6.1.1.1)

6.5.3 Rejected lots

If an inspection lot is rejected, the supplier may rework it to coprest_the d en out
the defective units and resubmit for reinspection. Resubmitted\ lots “shg using

tightenfed inspection. Such lots shall be separate from ne entified

as reinjspected lots.

6.6 Preparation of solder alloy for test

6.6.1 Core

Carefully remove five pieces (approximat R QNg) © -cored wire and ribbon| solder
at apgroximately 0,5 m intervals frop , or cut length, as applicaible, in

accordance with the following methods, pn as needed, visually examine both
ends of each 50 mm piece for dimensi ty, and
conditipn.

6.6.1.1 Wire solder up % imatelx 6 mm diameter
Hold the wire s@ S i he” point desired for the separation over a luminous
flame such as is e . ; é solder will snap apart at the point of hot shortness

providing clean b sh Wil expoe the flux core shapes as well as the flux continuity.

NOTE [This methos separation should be tried on small diameter wire solders to see if it will work
satisfacforily before usin

6.6.1.2 ibbg derand wire solder larger than approximately 6 mm diameter

Using p verysshar ing edge, such as a strong razor blade, carefully cut the solder making
specia| efforts to minimize the distortion in the solder by the cutting force.

7 Preparation for delivery

71 Preservation, packing, and packaging

Unless otherwise specified (see A.2 item v) in the contract or purchase order, the preservation,
packing, packaging, and exterior marking of soldering products shall be equivalent to, or better
than, the supplier's standard commercial practice.


https://iecnorm.com/api/?name=e11e9105a5708d3ddc1192ee0df5f4ae

-42 - 61190-1-3 O CEI:2002

Annexe A
(informative)

Cette partie comporte des informations d'ordre général et explicatif pouvant étre utiles mais
non obligatoires.

A.1 Utilisation normale

Les alliages couverts par la présente norme sont concus pour étre utilisés dans diverses
applicgtions de brasage de composants électroniques d'ordre privé, industyiel™s commercial et
lorsqu'elles sont adoptées par un Etat, dans Ies applications ipéments

électroniques publics. général
concernant la sélection de divers alliages et flux destinés a étre rasage
électronique. Il convient que I'utilisateur consulte les spécialistes. de cati le dlverses
entrepflises de fabrication de brasure pour la sélection détaillé lliag X ainsi

A.1.1

Les alljages a braser étain-plomb, notamment les_alljage i 'dutexie,
sont ufili i ehse : reuses
applicgti e pour
s'adap ies et
I'assen

A.1.1.1

Une 1épé mment
ajouté a ) e d étain pour éviter un état dit de «pgste de
I'étains], ou I'étain mltrapur passeyé ' températures, de la forme métallique a gelle de
poudr blanche.*' ime elati imoi i gtain a
été supprimée cav 'étainy
n'appa slgments
métalli d'étain
représ bbléme
dans @ majd |te de X argent
nécesgyi ~ i'éviter
toute rg¢

A.1.1.2

Le bismuth est utilisé dans les alliages de brasage pour parvenir a des températures de
brasage—uttra—basses. Les aitiages de  bismuth_presentent generatement de faibles
caractéristiques de mouillage et possédent des propriétés diélectriques élevées.

A.1.1.3 Alliages de cadmium
Les alliages de cadmium sont utiles pour la protection électromagnétique. Du fait des effets

cancérigenes éventuels du cadmium, il convient de prendre des mesures de sécurité
personnelle appropriées lors du brasage avec des alliages contenant du cadmium.

A.1.1.4 Alliages de cuivre

Le cuivre est ajouté aux alliages étain-plomb pour réduire la dégradation de la pointe des fers
a braser utilisés dans les opérations de brasage manuel.
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Annex A
(informative)

This section contains information of a general or explanatory nature that may be helpful but is
not mandatory.

A.1 Intended use

Alloys covered by this standard are intended for use in various consumer, industrial, and

commegrcial electronic soldering applications of industry and, when adopted ment,
in applications on government electronic hardware. The following arg ments
regard|ng the selection of various alloys and fluxes for use in el .| Users
should| consult with application experts at various solder manufactup etailed
alloy apd flux selection and usage information.
A.1.1 [Alloys
Tin-leqd solder alloys, particularly eutectic and near- i solder
connegtions in hardware assemblies and for many/gen S idations.
A broafd range of alloys are available to accommaodate vayiations i @, such
as lead
A.1.1.1
intbased
npest", where ultra-pure tin tranfsforms

ite powder. The minimum requirement for
¢ of almost any other metallic elemgnt and

m-lead solder alloys is an unnecessary added cost.
solder alloys, the rapid formation of antimony-silver

alloys

Cadmipm™alloys are useful for electromagnetic shielding. Because of possible carcirogenic
effects of cadmium, appropriate measures for personal safety should be used when soldering
with alloys containing cadmium.

A.1.1.4 Copper alloys

Copper is added to tin-lead alloys to reduced tip degradation on soldering irons used in hand-
soldering operations.
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A.1.1.5 Alliages d'or

Les alliages d'or ultrapur sont utilisés dans les applications a acces facile de fixation de puces.
Les alliages d'or normaux sont préférables pour les ensembles hybrides de haute fiabilité et
sont utilisés pour les assemblages fonctionnant aux hyperfréquences.

A.1.1.6 Alliages d'indium

Les alliages de brasage a base d'indium procurent certains avantages lors du brasage sur des
revétements en or tant que la température de brasage de 120 °C n'est pas dépassée pendant
de longues périodes. Lorsque I'environnement de brasage des ensembles est susceptible de
présen : idité élevé ' in, i i de ne
pas ut 9 ement
fermés b pour
les asg§emblages par brasage qui sont utilisés aux hyperfréquences.

Il est demandé aux utilisateurs d'utiliser avec précaution les/bra , entage
d'indium avec cuivre du fait de la formation de composé i 2n  quantité
importante.

A.1.1.7 Alliages d'argent

quemment utiligés sur

Les alliages argent-étain, argent-plomb et étai
j avant la fin du brjasage.

des pgrties a braser argentées pour gliter I3

L'argent est également allié a I'étain et au miques
et renf

A.1.1.§

Bien q bnique,
il a éf niques
commen mb.

A.2 [Exigences

Il conv

a) numérg, r

b) dési

c) se

d) tol¢rances de ‘section, de longueur et de masse unitaire pour la brasure en baguette,

lorgque,différentes (voir 5.3.1);

e) taille duTil, Type de flux et pourcentage de flux de la brasure en 1l (VoIr 5.3.2);
f) tolérance du diametre du fil, lorsque différente (voir 5.3.2);

g) épaisseur, largeur et pourcentage de flux de la brasure en ruban (voir 5.3.3);
h) tolérances d'épaisseur et de largeur du ruban, lorsque différentes (voir 5.3.3);

i) numéro de dimension granulométrique normale de la poudre (voir 5.3.4, tableau 4) ou
caractéristiques de dimension granulométrique de la poudre non standard,;

j) forme de la poudre, lorsque différente (voir 5.3.4);

k) caractéristiques completes et détaillées des produits de brasage acquis de forme spéciale
(voir 5.3.5);

[) type de flux (voir 5.4);
m) pourcentage de flux (voir 5.4.1);
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A.1.1.5 Gold alloys

Ultra-high purity gold alloys are used in barrier-free, die-attachment applications. Standard gold
alloys are advantageous in high-reliability hybrid assembly and are used in assemblies which
operate at microwave frequencies.

A.1.1.6 Indium alloys

Indium-based soldering alloys provide some advantages when soldering to gold coatings as
long as the soldering temperature of 120 °C is not to be exceeded for long periods of time.
When a high temperature, humidity, and/or salt spray operating environment is expected to be
encou i i indj i not be
used andard
tin-lea

Users |are cautioned concerning the use of high percentage ing S ithSlcopper
becauge of the formation of excessive intermetallic compounds.

A.1.1.7
Silver- r parts
which ring is
complg bristics
and to
A.1.1.8
Althou 5 been
include sing it

Acquis|

a) nur[n

b) allg

c) nomia

d) crg

e) wire sizes-flux~type, and flux percentage of wire solder (see 5.3.2);

f) wire diameter tolerance, if different (see 5.3.2);

g) thickmess, width, fruxtype, andfltux percentage of Tibbom sofder(see 5.3737;
h) ribbon thickness and width tolerances, if different (see 5.3.3);

i) standard powder size number (see 5.3.4, table 4) or size characteristics of non-standard
powder.

i) powder shape, if different (see 5.3.4);

k) complete and detailed characteristics of special form soldering products being acquired
(see 5.3.5);

) flux type (see 5.4);
m) flux percentage (see 5.4.1);
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) exigences relatives a I'dme, lorsque différentes (voir 5.4.2);

) état requis des revétements, lorsque différent (voir 5.4.3);

p) essai de siccité des résidus de flux, lorsque requis (voir 5.5);
) essai de projection, lorsque requis (voir 5.6);

r) essai de groupement de brasure, lorsque requis (voir 5.7);

s) exigences relatives au marquage, lorsque différentes (voir 5.8);

t) contrdles de qualification et d'assurance de qualité, lorsque différents (voir 6.1);

u) procédures de contréle de qualification et d'assurance de qualité, lorsque différentes

(voir 6.4);

v) exigences relatives a la conservation, au boftier, a I'emballage et au
lorsque différentes (voir 7.1).

A.3 Emballages normaux de produits a braser

Il convient que les acheteurs contactent les sources éven
possible, les éléments standards. Lorsque des élé

il convient que les acheteurs consultent les sodrces
configurations les plus économiques qui satisferont ¢

A.3.1 | Brasures en fil et en ruban

Les brasures en fil sont généralement gt

comprises entre 0,25 mm et 4,75 mm| Le ban sont généralement disp
f " et des largeurs jusqu'a 50 m

avec des épaisseurs compfi
brasures en fil et en rubs

0,5 kg1 kg, 2 kg, 5 kg kg. De plus grands lots sont disponibles auprés de la majof

fabricants.

A.3.2 Brasures@ :

Les brasures en ; ement longues et fines et sont habituellement u
pour re i i 3 ~Leg masses unitaires nominales pour les alliages de K
Sn63Pp37 ef/similai a1 kg, 2 kg, 5 kg et 10 kg. Des écarts significatifs de

unitair¢ d

asure
divers =

procédés de formation(motulage vertical, a plat, extrusion, etc.). Cependant, il convient
masse|ré ne baguette d'un alliage particulier et la masse unitaire ne varient pas
de 10 afa masse d'une autre baguette d'alliage et de masse unitaire ident

A.3.3 Poudre a braser

3 Draser (4 teneur en plomb élevée, faible, etc.) ainsi que des différen

érieur,

illes et
ure du
saires,
er les

rieurs)
bnibles
m. Les
,25 kg,
ité des

tilisées
rasure
masse
ité des
ces de
que la
le plus
ques.

Les poudres a braser sont généralement fabriquées sur commande et peuvent étre emballées

dans une grande variété de boitiers et de masses unitaires.

A.4 Protocole d'établissement des symboles pour les alliages
de la CElI 61190-1-3

Les symboles des alliages doivent étre constitués de cinq caractéeres et comporter le symbole
chimique a deux lettres de I'élément principal de l'alliage, choisi conformément aux régles
suivantes: un numéro a deux chiffres représentant le pourcentage nominal de I'élément
principal de l'alliage et une lettre pour la variante de l'alliage qui définit généralement les

variantes dans les impuretés admissibles (voir 5.2).
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core requirements, if different (see 5.4.2);

condition required for coatings, if different (see 5.4.3);

flux residue dryness test, if required (see 5.5);

spitting test, if required (see 5.6);

solder pool test, if required (see 5.7);

marking requirements, if different (see 5.8);

qualification and quality conformance inspections, if different (6.1);

qualification and quality conformance inspection procedures, if different (see 6.4);

sizes,
extent
feasiblp. btential
sources to determine the most economical configurations ™ of the
buyer.
A.3.1 [Wire and ribbon solders
Wire splders are generally available i 5 mm.
Ribbor] solders are generally available i ths up
to 50 mm. Wire and ribbon solders a 25 kg,
0,5 kg 1 kg, 2 kg, 5 kg, and 10 kg unit m n most
manufacturers.
A.3.2 |Bar solders
Bar so|ders are génera s. The
nominal unit massgs 10 kg.
Signifi i density
differe thigh lead, low lead, etc.) and differences in forming
proces| alding, extruding, etc.). However, the actual mass of g bar of
a parti¢ should not vary by more than 10 % from the mass of gnother
bar of e unit mass.
A.3.3

Solder|powders are~ge€nerally made to order and can be packaged in a variety of packages and
unit mersses.

A.4 Protocol for establishing short names for IEC 61190-1-3 alloys

The short names for alloys shall be five characters in length and will be composed of the two-
letter chemical symbol for the key element in the alloy, selected in accordance with the
following rules, a two-digit number representing the nominal percentage of the key element in
the alloy, and an alloy variation letter which generally defines variations in allowable impurities
(see 5.2).
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L'or (Au) est I'élément principal de tous les alliages dans lesquels l'or est un élément
constitutif.

Le bismuth (Bi) est I'élément principal, lorsqu'il est un élément constitutif, en 'absence d'or.

Le cadmium (Cd) est I'élément principal, lorsqu'il est un élément constitutif, en I'absence d'or
ou de bismuth.

L'indium (In) est I'élément principal, lorsqu'il est un élément constitutif, en I'absence d'or,
de bismuth ou de cadmium.

L'étain
une co

d'arge

L'antim

une cq
d'antin

Le p|0(1‘1b (Pb) est I'élément principal dans tous les alliages dont le
une c i

(Sn) est I'élément principal dans tous les alliages dont les éléme
mbinaison d'étain et de plomb ou une combinaison d'étain et d'arge

mbinaison d'étain, de plomb et d'antimoine ou une combinaison\d'

cQnstitltifs sont

stitutifs

s sont
ivre et

Le cuiyre (Cu) est I'élément principal dans teus s dont les éléments constitutifs sont
une combinaison d'étain et un isapy’d'étain, de plomb et de cuivre ou une
combinaison d'étain, d’arg S

A.5 Il)escriptio: na de a braser solides

Il convlent que la g braser solide comprenne toutes les caractéristiques
approgriées tel qué iay a)forme, de la brasure, le type de flux, le pourcentage de flux,
la taille \ S itaire du produit. Une description compléte des proguits a
braser|solide essite généralement un format tabulaire ou vertical dans la mesure
ou le nombre\de varigtions eventuelles des caractéristiques ne peut pas étre facilement feporté

dans u
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Gold (Au) is the key element, in all alloys in which gold is a component element.
Bismuth (Bi) is the key element, when bismuth is a component element, but not gold.

Cadmium (Cd) is the key element, when cadmium is a component element, but not gold
or bismuth.

Indium (In) is the key element, when indium is a component element, but not gold, bismuth
or cadmium.

Tin (S of tin
and lead or are a combination of tin and silver.

Lead ( of tin,
lead apd antimony or are a combination of tin, lead and silver or are\a Y i n, lead,
silver

Antimagny (Sb) is the key element in all alloys whose compongnt &len S n of tin
and antimony.

Silver (Ag) is the key element in all alloys whose co of lead
and silyer or are a combination of tin, sily, r and.gn m@.

Coppefr (Cu) is the key element in all allo n of tin
and copper or are a combination of tin, er and
copper

A.5 $tandard descyipti

ould identify all appropriate characteristics, guch as

The dgscription g i
alloy, solder for
description of spetCial

becaus
a conc

jations in characteristics cannot be easily cod¢d into
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Annexe B
(normative)

Alliages a braser

Tableau B.1 — Composition et caractéristiques thermiques
des alliages a braser sans plomb a

61190-1-3 O CEI:2002

Autres Température
o . a . éléments cb
o101 vu =1} LLL AY o0 .
Nom Hd'alliage Symbole onstig
% % % % % % tutifs 5 Li
ol. iq.
A\ (l:’\\\
In525n48 In52A | REM-48,0 52 < ORI | e
Sn9ge Sn99A | 99,9 '\\ \5{2 mp
sn99cu.fC cu7 |REM-99,3 | 0.7 O\ M 227 e
: : : ’ /N \\
Sn96AgO¢ Sn96A REM-96,3 7 221 e
SO
Sn96Ag0BCu.8Sb.5A | Ag03A REM-96,3 0,7 / }\i 0,5 210 216
. N "
Sn95AgOBE Sn95E | REM-95,0 _ va A4 N 221 || 245
Sn95AgOpCdO1A CdO1A REM-95,0 4 Cd=1,0 216 219
Sn95SbOpA Sb0O5A REM-95,0 \ \ N 4-6 235 240
Sn42Bis§A BissA  |REM420 | ] a8 NN\ 138|] e
N N
Sn96AgOBCU0, 4 Cu0,4 |REM-96,4 Q,4 ~ \V/> 3,2 217 R
Sn96AgOkCUO0,7 cuo7  JREM-956TN0% NS 3,8 217 e
a  Sauf|spécification contrdixe, les élé consgjtitifs de chaque alliage ne doivent pas varier de plus fle +0,20
par ri 1é loksque 'ce derni st inférieur ou égal a 5,0, ou de plus de +0,5( lorsqu'il
est g pouscentage héel d'un élément constitutif dont le pourcentage tgbulé est
dang les\limites”inclusives suivantes: entre (pourcentage tabulé 10,50) et
«REM» apparaissant a c6té du numéro d'un élément d'allinge (par
ment campléte le reste de cet alliage avec un pourcentage régl calculé
méro indique le pourcentage approximatif de cet élément dans
b ures, solidus (sol.) et liquidus (lig.) sont fournies pour information uniquemen{ et n'ont
gence pour la formulation des alliages. Dans la colonne «Liq.», «e¥ signifie
ghifie que la température solidus tabulée constitue le point de fugsion des
ien que des efforts aient été fournis pour indiquer les températures splidus et
que alliage, il est conseillé aux utilisateurs de cette norme de vérifier les vgleurs de
¢ endre et
utiliser

approuveé.
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Annex B
(normative)

Solder alloys

Table B.1 — Composition and temperature characteristics of lead-free solder alloys2

Other Temperature
Allo Short Sn Cu Bi In Ag Sb C‘;Z‘Et" °cb
yname |
[ name % % % % % % el ts _
% Sol Liq.
° X

In52Sn48 In52A REM-48,0 52 /\\\ K \l\@ e

Snoge Sn99A | 99,9 NN 3| mp

Sn99Cu.1C Cu.7 REM-99,3 0,7 \ 5227 e

N A

Sn96AgOf Sn96A REM-96,3 , A 221 e

Sn96AgOBCU.8Sb.5A | AgO3A |REM-96,3 | 0,7 %\ 5\\) 210 || 216

Sn95Ag0PE Sn95E REM-95,0 5 221 245

/ yARY \\ \/>

Sn95Ag04CdO1A CdOo1A REM-95,0 /'\\) 71\ \ Cd=1,0 216 219

Sn95SbOFA Sb05A | REM-95,0 P O 42s 235 || 240

Sn42Bi58A Bi58A REM-42,0 8, 138 e

\\ Nay

Sn96Ag03Cu0,4 Cu0,4 REM-96,4 9/4’A \ 3,2 217 e

Sn96AgOHCUO0,7 Cu0,7 |REM-95,5 7 ’\ \/ 3,8 217 e

a Excep j hbulated
percer] bre than
+0,50 mponent
eleme hbulated
percer ement of
an allgy (for examy ement makes up the remainder of that alloy with i{s actual
percerjtage calculat %, the number indicates the approximate percentagq of that
elemept in the alloy.

b The sq ature values are prowded for information only and are not intgnded to
be a rq t|on Qf the alloys. In the "Lig." column, an "e" indicates eutectic alloys and|an "mp"
indica rature represents the melting pomt for the elements (IN99A and|Sn99A).
Althouggh nade tQ document the correct solidus and liquidus temperatures for each alldy, users
of this dvised to verify these temperature values before use.

¢ Alloy § Standard for use in replenishing tin in wave soldering baths and is NOT suitable for
use ag a stand- er because of potential tin pest problems. Do not use alloy Sn99 as a stand-alorle solder
on hafdware<being~\fabrjcated for the US government unless it is specifically identified for such Use in a
goverriment-approved eéfnd item drawing, specification, or waiver.
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Tableau B.2 - Composition et caractéristiques thermiques
des alliages étain-plomb courants 2

Autres | Température

Sn Pb Bi In Ag sp |éléments °Cb
Nom d'alliage |Symbole consti-
% % % % % % wtits | (|
ol. 1q.
o q
Sn01Pb98AGO1B | Pb97B 10 | REM-975 15 300 | e
Sn02Pb98A Sn02A 20 | REM-98,0 320 | 325
Sn02Pb96Sb02A | Pb9BA 20 | REM-96,0 2.0 209 | 307
Sn03Pbg7A Sn03A 30 | REM-97,0 f\ 312 || 320
A N
Sn03Pb45Ag028 | Pb95B 3.0 | REM-95,0 2.0 (\ ~_ ~N\305 | 306
Sno5PbdsA Sn05A 50 | REM-95,0 (\\\ \\ 308 || 312
Sn05Pbd4Ag01B | Pbo4B 50 | REM-93,5 1,5 \ 6 || 301
. )
Sn05Pbd3Ag02B | Pb93B | 50 | REM-025 L2\ | NN N\ _y'280 || 284
snosPbdoA Sn08A 8.0 | REM-92,0 \ 280 || 305

sn10PbdoA Sn10A | 10,0 | REM-90,0 /\ “\ \ 275 || 302

sn10Pbdeago2e | PbssB | 10,0 | REM-88,0 ( () 2}\\/ 268 || 290
>

Sn16Pb32Bi52A Bis2a | 160 |Rem320 | 528 NV /I N ] 96 e

sn18PbdoAgo2 Pb802B | 18,0 RE|6\80,1 & ) ( \ o N 178 | 270

Sn20PbgoA sn20A | 200 [ REM-80% N 183 || 277

sn20Pbdosb.4A | Pb8OA | 20,0 | REM so,o< AY entre 183 || 277
~\ RNV

sn20Pb7osbo1A | Pb79A. | 20,0 \|| REM-79.0 ) 1,0 184 || 270

sn25Pbasbo1A | Pb7ad [N 280\ F{{M- a0k — 1,0 185 | 263

Sn30Pb7j0A 5magay 30,00 NREMZOM 183 || 254

Sn30Pb70Sb.4A | P87 0,0 N[ REW-70 entre 183 || 254
0,20 et
(\ 0,50

Sn30Pbg8Sb02A N P\@s)\ \30};\ REM-68,4 1,6 185 || 250

sn34PboBi46A\ | BRag X 30| REM-20,0 | 46,0 100 || e

Sn35Pb65(\ s\ssé \35,0 REM-65,0 183 || 246

Sn35Pbg5Sb.4A \Pb6 35,0 REM-65,0 entre 183 246
0,20 et
0,50

Sn35Pbg3Sb02A Pb63A 35,0 REM-63,2 1,8 185 243
IN26Sn38Pb37A In26A 37,5 REM-36,5 26,0 134 181
Sn40Pb60A Sn40A 40,0 REM-60,0 183 238
Sn40Pb60Sb.4A Pb60A 40,0 REM-60,0 entre 183 238
0,20 et
0,50
Sn40Pb58Sb02A Pb58A 40,0 REM-57,8 2,2 185 231
Sn43Pb43Bi14A Bi14A 43,0 REM-43,0 14,0 144 163
Sn45Pb55A Sn45A 45,0 REM-55,0 183 226
Sn46Pb46Bi08A BiO8BA 46,0 REM-46,0 8,0 120 167

Sn50Pb50A Sn50A 50,0 REM-50,0 183 216
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Table B.2 — Composition and temperature characteristics of common tin-lead alloys @

. Other Temperature
Short Sn Pb Bi In Ag Sb component °cb
Alloy name name elements
% % % % % % :
% Sol. Liq.
Sn01Pb98Ag01B | Pb97B | 1,0 | REM-97,5 1,5 309 e
Sn02Pb98A Sn02A | 2,0 | REM-98,0 320 | 325
Sn02Pb96Sb02A | Pb9BA | 2,0 | REM-96,0 2,0 209 | 307
Sn03Pb7A Sn03A | 3,0 | REM-97,0 314 | 320
Sn03Pb9FAQGO2B | Pb95B | 3,0 | REM-95,0 2.0 ——_ 305 || 306
Sn05PbobA Sn05A | 50 | REM-95,0 Al R
Sn05PbokAGO1B | Pb94B | 50 | REM-93,5 1,5 AN\ 29 || 301
Sn05PboBAG02B | Pb93B | 5,0 | REM-92,5 25 | N\ A\ \ooN] wso/|| 284
Sn08PbobA Sn08A | 8,0 | REM-92,0 < Ao\ 280 || 305
Sn10PbopA Sn10A | 10,0 | REM-90,0 RN YN\ T 2rs || 302
Sn10PbsBAg02B | Pb8sB | 10,0 | REM-88,0 2o N AN 268 || 290
Sn16Pb3PBi52A | Bi52A | 16,0 | REM-32,0 | 52,0 / ~ \\ > 96 e
~

Sn18Pb8PAg02 | Pb802B | 18,0 | REM-80,1 A7 A N\ 178 || 270
Sn20PbsbA Sn20A | 20,0 | REM-80, ™\ ) 183 || 277

N AN
Sn20Pb8PSb.4A | PbOA | 20,0 | REM-80,0 > ] 420 183 || 277

N 1 0,50

/

Sn20Pb7pSb01A | Pb79A | 200 | REM-79,0( N DD 1,0 184 || 270
Sn25Pb7fiSb01A | Pb74A | 254 N\ REM74HQ \ \V 1,0 185 || 263
Sn30Pb7PA sn30a |30, | REM-700 NOXU [ Y 183 || 254
Sn30Pb7PSb.4A | Pb70A || 300~ REM-#0,0 0,20 183 || 254

PaN > to 0,50

7

Sn30PbEPS02A | PHEBA 1 30,0 | REMBES [\ 1,6 185 || 250
sn34Pb2pBiacA | BiagA\| 3n0 KRENMEQN 46,0 100 e
Sn35Pb6hA Sn35A \Q,o REM-654 183 || 246
Sn35Pb6 53b.4A<' Fb&&\ Ksb\ﬁm-eao 0,20 183 || 246

N N to 0,50
Sn35Pb6pSho2A T\ Rp6YAN| 351 | REM-63,2 1,8 185 || 243
In26Sn3gPb37ANIN26A \| 375 | REM-36,5 26,0 134 || 181
Sn40PbEPA sn284_{ 40,0 | REM-60,0 183 || 238
Sn40PbePSBA4A | PbEOA | 40,0 | REM-60,0 0,20 183 || 238

to n‘Rn
Sn40Pb58Sb02A | Pb58A | 40,0 | REM-57,8 2.2 185 | 231
Sn43Pb43Bi14A | Bi14A | 43,0 | REM-43,0 | 14,0 144 | 163
Sn45Pb55A Sn45A | 450 | REM-55,0 183 | 226
Sn46Pb46Bi0BA | BiOBA | 46,0 | REM-46,0 | 8,0 120 | 167
Sn50Pb50A Sn50A | 50,0 | REM-50,0 183 | 216
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Tableau B.2 (suite)

Autres | Température
Sn Pb Bi In Ag sp |éléments °cb
Nom d'alliage Symbole consti-
% % % % % % tutifs .
Sol. Liq.
%
Sn50Pb50Sb.4A Pb50A 50,0 REM-50,0 entre 183 216
0,20 et
0,50
Sn50Pb49Cu01A Cu01A 50,0 REM-48,5 Cu=1,5]| 183 215
Sn50Pb32Ed48A S84 GUN RENFQQU 3j4;ioy 45 e
In20Sn54Pb26A In20A 54,0 REM-26,0 20,0 /\( \ 136 152
Sn60Pb40A Sn60A 60,0 REM-40,0 /\& (\ \{3 191
sn60Pb4osb.4A | Pb4oA | 60,0 | REM-40,0 ntré\‘ \@ 191
<\\0,0}{et
Sn60Pb38BI02A | Bi02A | 60,0 |REM-37,5| 25 AN N\ o] 18s
Sn60Pb38Cu02A Cu02A 60,0 REM-38,0 \ \ £2,0| 183 191
Sn62Pb3GAg02Sb.4A | Pb36A 62,0 REM-36,0 >\\%1ér;> 179 e
0,
A\ (\ /\ 0,50
Sn62Pb36Ag02B | Pb36B | 62,0 REN@&@\ < N\ 6 K 2.0 ‘\/ 179 || e
Sn63Pb37A sne3a | 630 [ REm-3ro [N\ | N TR/ 183 || e
Sn63Pb37Sb.4A Pb37A 63,0 REM{37,0 \\\ entre 183 e
( 0,20 et
—~\_NQ AN 0.50
sn70PbJoA sn7oa | \70.0\(| REMIQ W 183 || 193
Sn70Pb30Sb.4A Pb30 70, E 30,6\ entre 183 193
0,20 et
N N 050
In12sn7¢Pb18A | Wef2AN]\ 70,0 513\(—18, 12,0 153 || 163
Sn9OPb10A SRR | \go.b | REW10,0 183 | 213
a  Saufl spécificati i ements constitutifs de chaque alliage ne doivent pas varier de plus d¢ 0,20 %
par fapport@a le Ié lorsque ce dernier est inférieur ou égal a 5,0 ou de plus de [£0,50 %
lorsqu'il z xemple, le pourcentage réel d'un élément constitutif dont le poufcentage
tabulé ,0 Yoit étre compris dans les limites inclusives suivantes: entre (pourcentagge tabulé
-0,5p) +0,50). Les lettres «<REM» apparaissant a cé6té du numéro d'un élément [d'alliage
(par|exem indiquent que I'élément compléte le reste de cet alliage avec un pourcentpge réel
calcylé par la di par rapport & 100 %, le numéro indique le pourcentage approximatif de cet|élément
dand l'alliage;
b Les ftempératures solidus (sol.) et liquidus (lig.) sont fournies pour information uniquement et n'ont gas pour
objelLde constituer une exigence pour la formulation des alliages Dans la colonne «liqg » «e» signifielalliages

eutectiques. Bien que des efforts aient été fournis pour indiquer les températures solidus et liquidus correctes
pour chaque alliage, il est conseillé aux utilisateurs de cette norme de vérifier les valeurs de ces températures

avan

t utilisation.
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Table B.2 (continued)

. Other Temperature
Short Sn Pb Bi In Ag Sb component °cb
Alloy name | t
name % % % % % % elements
% Sol. Liq.
Sn50Pb50Sb.4A | Pb50A 50,0 | REM-50,0 0,20 183 216
to 0,50
Sn50Pb49Cu01A | CuO1A 50,0 | REM-48,5 Cu=1,5 183 215
Sn50Pb32Cd18A | Cd18A 50,0 REM-32,0 Cd =18,0 145 e
IN20Sn54Ph26A In20A 40 | REM-26 0 200 136 152
Sn60Pb4pA Sn60A 60,0 REM-40,0 ( \\ 183 191
Sn60Pb4pSb.4A | Pb40A 60,0 | REM-40,0 0,20 N 83 191
t0 0,50\ N
Sn60Pb3BBIO2A | Bi02A | 60,0 | REM-37,5| 25 A AN e ]| 18s
Sn60Pb3BCUO2A | Cu02A | 60,0 | REM-38,0 \ Jeuw2.0\ | 183 || 191
Sn62Pb3pAg02S | Pb36A 62,0 | REM-36,0 2, ,20 A\ 179 e
b.4A to 0y
Sn62Pb3pAg02B | Pb36B 62,0 | REM-36,0 AO \\ \ 179 e
Sn63Pb3fA Sn63A 63,0 REM-37,0 N 183 e
AN L AN
Sn63Pb3f'Sb.4A | Pb37A | 63,0 | REM-37, \ <’\ % ( N O)EZ'? 183 || e
to |0750
Sn70Pb3pA sn70A | 70,0 | REM-30,0 AN 183 || 193
Sn70Pb3pSb.4A | Pb30A 70,0 REM-30,0 \ 0,20 183 193
" to 0,50
In12sn70Pb18A | in12a | 760 PREM-18N\ D120 ) 153 || 163
Sn90Pb1pA sn9oa | Ne0.0 | REM-18:0 [N ) 183 || 213
a  Excgpt where othgrwiseN entglements in each alloy shall not vary from their tabulated
percentage by @ d percentage is equal to or less than 5,0 or by mpre than
0,50|% when theinNtgbula mponent
elem hbulated
perc element
of af s actual
perc b of that
elem
b The bnded to
be a Nthough
effon cument the correct solidus and liquidus temperatures for each alloy, usefs of this
stan
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Tableau B.3 — Composition et caractéristiques
thermiques des alliages spéciaux (sans étain/plomb)a

Autres Température

Sn Pb Au In Ag sp | éléments °Cb
Nom de I'alliage | Symbole consti-
% % % % % % tutifs _
o Sol. Liq.
%
Ag03Pb97B Ag02B REM-97,5 25 304 | e
AgO6Pb94B AgO5B REM-94,5 55 304 | 380
Au80SN20A AuSOA | 20,0 REM-80,0 280 | e
Au82In18A Au82A REM-82,0 | 18,0 (N Jash | ass
Au88Ge12]A Au88A REM-88,0 N = NJ356 | e
AN 12020
Au97Si03A Au97A REM-96,8 \ =32\ 368 | e
Sn30Cd70A Cd70A | REM-30,0 < N caxz0.05| 14p | 160
In05Pb92Ag03A | In05A REM-92,5 50 /28 \\ \ ~ | 30p | 310
In19Pb8 1A In19A REM-81,0 19:6~ NN 27p | 280
In25Pb75A In25A REM-75,0 /25, \ > 25p | 264
In30Pb704 In30A REM-70,0 \ao/| A N 7 238 | 253
In40Pb60A In40A RemgdoN N P a0 196 | 225
In50Pb50A In50A REM-50) N NN/ 18p | 209
IN60Pb40A In60A REM-40/0 | \\\ 66}({ 174 | 185
In70Pb30A In70A rem-30,0 | ( N\ 9’ 16p | 174
In80Pb154g05A | In80A LD (| 00 | 50 14b | 150
IN99A IN99A RN ] 990 156 | mp

a  Sauf spécification cgntrai 5 stitytifs chaque alliage ne doivent pas varier de plus de 4,20 % par
rapport a leur po > iep/est inférieur ou égal a 5,0 ou de plus de 0,50 % Iqgrsqu'il est
supéripur a 5,0, panexem d'un élément constitutif dont le pourcentage tabulé est supérieur
a 5,0 doit étre comprig Wes suivantes: entre (pourcentage tabulé -0,50) et (pdurcentage

tabulé|+0,50). Les | paraissgnt a c6té du numéro d'un élément d'alliage (par exemple, REM-10,0)
indiquent que I'éléent\coxapléte ste de cet alliage avec un pourcentage réel calculé par la difffrence par
rapport a 100 %x~le nymexp indigueNe pourcentage approximatif de cet élément dans I'alliage.

b Les tenpératuxes so .) et ligdidus (lig.) sont fournies pour information uniguement et n'ont pas pour objet
de copsti igénce\ pourYla formulation des alliages. Dans la colonne «Liq.», «e» signifie alliages
eutect|q ifie qie la température solidus tabulée représente le point de fusion des élémepts (In99A
et Sn9Y9A). Bi aient été fournis pour indiquer les températures solidus et liquidus corr¢ctes pour

chaque alli i seillé aux utilisateurs de la présente norme de vérifier les valeurs de ces tenjpératures
avant ptilisations
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Table B.3 — Composition and temperature characteristics

for speciality (non-tin/lead) alloys 2

Other Temperature
Short Sn Pb Au In Ag Sb component °Cb
Alloy name | t
name % % % % % % elements
% Sol. Liq
Ag03Pb97B Ag02B REM-97,5 2,5 304 e
Ag06Pb94B Ag05B REM-94,5 5,5 304 380
Au80Sn20A Au80A 20,0 REM-80,0 280 e
Au82|n18/"1 AtB2A REM=-82-60—T—48;6 45, 485
Au88Ge12A Au88A REM-88,0 \( Ge 2 36 | e
(TMzes
Au97Si03A Au97A REM-96,8 ANEECR I
Sn30Cd70p Cd70A | REM-30,0 A\ O 70 NaD | 160
In05Pb924g03A | In05A REM-92,5 5.0 /\2%\ \ \ \/ 30p | 310
In19Pb81A In19A REM-81,0 19,0 < \ 27p 280
In25Pb75A In25A REM-75,0 250 NSO\ 25p | 264
In30Pb70A In30A REM-70,0 (300)] NN/ 238 | 253
N
In40Pb60A In40A REM-60 \4{{ 196 225
AT RN
In50Pb50A In50A rem-80.0 N < 50, N 18p | 209
N
IN60Pb40A IN60A REM-400N N\ \ _J.60.0 — 174 | 185
In70Pb30A In70A REM-3({,O \\\70}5 16p | 174
In8OPb154g05A | In80A BEMQE’\'Q \ QM 5.0 14p | 150
J
In99A In99A | \ N \\Ag,g 156 | mp
a  Excep} where otherwise jndi \the compqnen Ms in each alloy shall not vary from their tpbulated
perceritage by more~than theigtabulated percentage is equal to or less than 5,0 or by mpre than
0,50 % when thei is'greatexthan 5,0, for example, the actual percentage of a component
elemept having a ta e oreNthan 5,0 must fall within the following limits inclusive: (tpbulated
percerjtage —0,50) to ( ,50). The letters "REM" appearing with a number for an el¢gment of
an allgy (for examp t"the element makes up the remainder of that alloy with i{s actual
percerjtage calcul 100 %, the number indicates the approximate percentagq of that
elemeft in the
b The sqlidus (sgl.) an perature values are provided for information only and are not intg¢nded to
be a r¢quk of the alloys. In the "Liq." column, an "e" indicates eutectic alloys and|an "mp"
indicafeS<the temperature represents the melting-point for the elements. Although efforts have
been made rrect solidus and liquidus temperatures for each alloy, users of this stanfard are
advised to veri perature values before use
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